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主成分

ケミカル アンモニア KOH

砥粒濃度（wt%） 13.7 25.7

pH 10.5 11.0

砥粒サイズ(nm)

粘度（cP） 1.8 3.7

比重 1.08 1.17

標準希釈倍率 原液使用タイプ 2倍希釈タイプ

ヒュームドシリカ

85

特⾧

ILD3013 ・安定したスクラッチ性能と不純物金属低減を兼備

・アンモニアベースの為、安全性が高い

ILD3225
・独自の優れた分散・分級技術により、粘度、粒子径、粗大粒子数が他社品と比較して低減

・残パーティクル低減に貢献

ACuPLANE™
LK393c4

主成分 コロイダルシリカ

pH 10.4

砥粒濃度(wt%) 14.8

砥粒サイズ(nm) 50

粘度（cP） 1.5

標準添加量

（重量換算）

LK393c4:30%H₂O₂
=74:1

特⾧
研磨レート調整可能

低欠陥性

NP1000MS

主成分 高純度コロイダルシリカ

砥粒濃度(wt%) 10.6

pH 2.0

砥粒サイズ(nm) 70

標準希釈倍率

（重量換算）

NP1000MS:30%H₂O₂
=100:76.5

特⾧
高研磨レート

段差緩和性に優れる
SI SPA465

NOVAPLANE™1000

主成分 ヒュームドシリカ

pH 3.0

固形分（%） 1.0

砥粒サイズ(nm) 130

比重 1.008

標準希釈倍率 3～5倍希釈タイプ

特⾧
1液性ɹ高選択

タングステンに対しての

高研磨レート


